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▣▣서서론론

근래에산업화의발달의영향으로인하여발생되는금속의알러지등에민감하게반응하면서치과임

상에 순금이 주목 받고 있으며, 복잡 다양성에서오는인건비나재료비등의지출이치과기공소경영에

많은 어려움을 주고 있는 것이 사실이다. 따라서 업무 효율화, 생체친화성, 비용(cost) 등으로 인하여

고민을 하게 된다. 이러한 해결의 대안으로 전기전착(GES)에 의한 코핑의 적합 정밀도를 얻을 수 있는

방법이획기적으로개발되었다고보면이해가될것같다.

따라서일반적제작법과대조적으로 1970년대초반에소개된이후계속적으로발전을거듭하여최근

에는100%의고품질의제작기술을보여주고있는시스템이다. GES 코핑을구강내에장착한후안정적인

상태가 계속되는 것을 보면 근래에 상당히 보기 드문 재료라고 할 수 있다. 순금(99.9%)은 물성의

안정성과생체친화성-bio라는용어에매우가까운금속이라고해도과언이아니다. 따라서GES 도재관은

모든성질에서다른metal ceramics이나all ceramic system 보다우수성이증명된다. 

Implant에서전기성형법(GES)의특징은적합정밀성이라고할수있으며, 이로인한적합이불량한

상부구조와의 적합성을 양호하게 해줄 수 있는 장점을 가지고 있다. 그리고 치과기공작업의 간소화를

들 수 있는데 임프란트는 기성 임프란트 analog 위에 electroforming crown을 직접 제작할 수

있으므로 복잡하고 다양한 lost wax technique에 의한 주조법을 이용할 필요 없이 변연부의 적합

정밀도를쉽게얻을수있다
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그림 1. 단일 abutment를 이용한 임프란트 상부 보철물

그림 3. Splint를 이용한 임프란트 상부 보철물

그림 2. Splint를 이용한 임프란트 상부 보철물
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▣▣ GGoolldd EElleeccttrrooffoorrmmiinngg SSyysstteemm((GGEESS))를를이이용용한한임임프프란란트트보보철철물물제제작작

그림 4와 같은 임프란트는 기성 abutment, analog 위에 GES로 간단하게 제작 할 수 있으므로

왁스업을직접할필요없이변연부의적합성을얻을수있다. 따라서 angle abutment 위에전기

전착으로GES 코핑을직접얻어상부임프란트보철물제작을단계별로알아보고자한다. 

그림 4. Implant level의 인상채득을 한 상태로서 제작된 작업모형

그림 5. 작업모형 위에서 abutment(본 장에서는 angle abutment)를 선택

그림 6. Soft gum이 제거된 작업모형으로서 내관

그림 7. Angle abutment의 크기와 삽입로에 따른 밀링
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그림 8. lab analog를 angle abutment에 완전하게 끼운 다음 드라이버로 조여 고정

그림 9. 전도성 동선을 lab analog에 빠지지 않도록 플라이어를 이용하여 고정

그림 10. 수축성 튜브를 끼우고 열을 가해 동선과 analog를 완전하게 고정

그림 11. Screw access hole에 패턴 레진을 채운 다음 silver 도포

그림 12. GES 코핑을 얻지 않고자 하는 부위는 block out
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그림 13. 전기 전착에 이용되는 Gramm사의 Easy unit(左)와 Free unit(中) 및 부속품(右)

그림 14. Plating head에 위치된 치형상과 동선

그림 15. 6시간의 전기 전착이 완료된 후 plating head에 부착된 동선과 치형

그림 16. Block out 왁스에 의해 전기 전착이 형성되지 않고 정밀하게 부착된 마진부

그림 17. Lab analog에서 동선을 제거
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그림 19. 플라이어로 lab analog를 완전하게 꽉 잡은 다음 약하게 망치로 치면 충격요법에 의해 GES
코핑이 순간적으로 빠져 나온다.

그림 20. 작업모형상의 abutment에 GES 코핑을 시적한 상태

그림 21. Soft gum이 장착된 abutment에 GES 코핑 시적

그림 22. 도재와의 결합력을 높이기 위한 gold bonder 도포

그림 18. 전용 실리콘 휠을 이용하여 변연부를 다듬질한 후 분리
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그림 23. Gold bonder 도포 후 소성 과정 중

그림 24. Gold bonder 도포 후 소성된 상태

그림 25. 통법에 의해 dentin 및 enamel 축성 및 소성

그림 26. 소성 후 작업 모형에 시적된 코핑

그림 27. GES를 이용한 도재관 제작이 완료되어 작업모형에 시적된 상태
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▣▣결결론론

현재, GES로 제작 가능한 보철물은 inlay, crown & bridge, telescope crown, implant, gold

plating, 유지력보강등에이용되고있으며, 이것들은특히유럽을중심으로선진국에일반화되고

있는 가운데 우리나라에도 점차 적용범위가 확대되고 있다. 특히, Gold Electroforming

System(GES)의우수한적합정밀도, 생체적합성(99.9%:Au)과기공과정의효율성은보철임상가와

치과기공사에게높이평가받고있다. 심미영역의임프란트보철물은그곳에 implant가 존재하지

않는 것처럼 표현하는 것이 매우 중요하다고 할 수 있다. 따라서 진단과 외과, 보철, 기공의 모든

분야에걸쳐일관된의식없이는성공을기대할수없다고할수있다. 임프란트상부구조로metal

framework이 갖출 조건은 심미성 손상 없이 충분한 기계적 강도와 적합 정밀도를 얻어야 한다. 

따라서 이러한 요구 조건 등을 감당할 수 있는 GES는 조작성이 매우 간편하며, 치과기공 공정의

단축으로 인한 경영의 합리화, 금 소비량을 최소화할 수 있어 경제적이다. 그리고 장치의 원리가

간단하고조작이용이하므로초보자가이용해도실패가적어안전하게조작할수있는시스템이라고

할수있다. 
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